
Todas las superficies deben estar secas. Limpie todas las superficies
lisas y no absorbentes con Effisus Cleaner LV. Elimine cualquier material
suelto de los sustratos absorbentes y porosos, como el hormigón. Las
operaciones de pegado no pueden realizarse a temperaturas inferiores a
-29 ºC. Para temperaturas entre 4,5 ºC y -29 ºC, aplique siempre una
capa de Effisus RED+ Primer o Effisus Coat NP Primer en los sustratos.

Para aplicar la cinta Effisus 2Bond DS, retire una de las capas
protectoras y aplíquela sobre la superficie que desea proteger o pegar.
Frote o presione con la mano o con un rodillo de acero para activar el
proceso de pegado. Retire la segunda capa protectora y aplique la
segunda superficie sobre la cinta, presionando.

Preparación del sustrato

Las juntas entre las cintas Effisus 2Bond DS deben tener una
superposición mínima de 100 mm. Pegue la cinta Effisus 2Bond DS
superior sobre la cinta Effisus 2Bond DS inferior. Frote o pase un rodillo
de acero con presión para activar el proceso de pegado.

La cinta Effisus 2Bond DS también se puede utilizar como masilla
selladora. Retire las capas protectoras y enróllela como si fuera un
cordón. Coloque Effisus 2Bond DS sobre la abertura y moldee para
sellarla. Se puede utilizar para sellar tornillos o clavos.
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